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EMG 17
Largeur : 17,5 mm

4 pôles connexion vissée, pas 7,5
6 pôles connexion vissée, pas 5

EMG 22
Largeur : 22,5 mm, 8 pôles

rigide souple
[mm2] AWG

rigide souple               
[mm2] AWG

Caract. électr. 0,2-4 0,2-2,5 24-12 Caract. électr. 0,2-4 0,2-2,5 24-12

Description Type Référence Con-
dit. Type Référence Con-

dit.

Boîtier pour l'électronique, pied universel, 
pour un C.I.,
sans blocs de jonction à vis ni capot
– c. ci-dessus, mais avec pied encliquetable

pour profilé support EN 50022
– c. ci-dessus, mais espace de raccordement ouvert

Pas 5
Pas 7,5

Pas 5

EMG 17-LG
EMG 17-LG-7,5

EMG 17-LG/O

29 46 07 8
29 44 10 6

29 42 40 9

10
10

10

EMG 22-LG 29 46 13 3 10

Boîtier pour l'électronique en kit, 
comprenant boîtier et mini-connecteur
(blocs de jonction multipolaires) pour C.I., pas 5

EMG 17-LG/SET 29 42 98 8 1 EMG 22-LG/SET 29 42 99 1 1

Module à équiper, comprenant boîtier, MKDS 3 et C.I. avec 
fourches, pour le soudage de composants électroniques EMG 17-B3 29 46 08 1 10 EMG 22-B4 29 46 14 6 10

Capot, pour monter les composants à l’abri des
contacts fortuits et de la poussière,
version transparente ou verte

transp.
transp.
transp.
vert

EMG 17-H 7,5 MM TRANSPARENT
EMG 17-H 15 MM TRANSPARENT
EMG 17-H 35 MM TRANSPARENT
EMG 17-H 52 MM GN

29 46 09 4
29 46 10 4
29 42 22 1
29 46 11 7

10
10
10
10

EMG 22-H 7,5 MM TRANSPARENT
EMG 22-H 15 MM TRANSPARENT
EMG 22-H 35 MM TRANSPARENT
EMG 22-H 52 MM GN

29 46 15 9
29 46 16 2
29 42 77 1
29 46 17 5

10
10
10
10

Elément intercalaire, 
pour augmenter le volume équipable

Circuit imprimé, destiné à recevoir les
 composants électroniques 
(voir page 352)

P1-EMG 17 29 46 12 0 5 P1-EMG 22 29 46 18 8 5

Miniconnecteur pour C.I., au pas de 5, 
à souder sur le circuit imprimé
(voir Connectique pour C.I.)

2 pôles
3 pôles
4 pôles

MKDS 3/3 17 11 03 9 50
MKDS 3/2
MKDS 3/3
MKDS 3/4

17 11 02 6
17 11 03 9
17 11 04 2

50
50
50

Miniconnecteur pour C.I., au pas de 7,5, 
à souder sur le circuit imprimé
(voir Connectique pour C.I.)

2 pôles GMKDS 3/ 2 17 31 02 2 50

Cache pour blocs de jonction / alvéole de vis, 
chaque kit se compose de 50 rubans,
1 ruban recouvre 12 points de connexion

EMG-KA 29 41 51 0 50 EMG-KA 29 41 51 0 50

Porte-repère pour appareil largeur : 10 mm
12 mm
22 mm

EMG-SGKS 10
EMG-GKS 12

29 47 58 5
29 47 03 5

50
50

EMG-SGKS 10
EMG-GKS 12
EMG-GKS 22

29 47 58 5
29 47 03 5
29 41 59 4

50
50
50

10 12 15 17 22 25 30 37 45 50 75 90 100 125 150

7,5 0,9 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 2,0 2,3 3,3 4,1 6,9 9,5 12,3

15 1,0 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,5 2,8 3,8 5,0 8,0 10,6 13,1

35 - - - 2,1 2,3 - - 2,6 3,5 - - - - - -

52 1,5 2,0 2,0 2,7 3,0 3,2 3,6 4,0 4,6 4,7 4,9 6,1 8,9 11,6 13,6

Caractéristiques des boîtiers pour l’électronique / Isolants
Polycarbonate renf. fibre verre PC-F voir page 360
Classe d'inflammabilité V0 (UL 94) coloris : vert

Capot vert
Polycarbonate renf. fibre verre PC-F voir page 360
Classe d'inflammabilité V0 (UL 94) coloris : vert

Capot transparent
Polycarbonate PC voir page 360
Classe d'inflammabilité selon UL94 incassable,

Couple de serrage des vis des blocs de jonction, v. p. 366.

Systèmes de repérage et accessoires pour le montage,
voir catalogue CLIPLINE.

La section de référence (voir page 365) s'applique à des 
conducteurs non préparés, sans embout.

Dimensions des C.I.
voir page 352

Boîtier pour l'électronique 
EMG

Bord supé-
rieur du C.I.

Dessin coté EMG…

B = Pas du boîtier

EMG
H/mm

Puissance dissipée [W] à 20 °C, modules juxtaposés sans espace, montage horizontal
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45 mm dans le boîtier

H
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t. 
to
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le

Surface équipable
EMH 25

Tableau synoptique des C.I. et de leurs dimensions pour les boîtiers pour l'électronique EM… 
et EFG 45

Caractéristiques techniques des circuits imprimés  P1-EMG...

Matériau de base : tissu de verre (silionne) - résine époxy,
épaisseur : 1,5 mm

Couche de cuivre : 70 �m, largeur du C.I. : 2 mm

Trous : (selon CEI 326-3)
1,4 mm � pour les picots des connecteurs MINICONNEC
1,3 mm � pour les picots des connexions vissées

et à clips
0,9 mm � pour les composants

Distances d’isolement dans l'air et lignes de fuite : DIN VDE 0110, 
250 V AC, gr. C; DIN VDE 0160

Intensité maximale admissible des pistes, voir page 369

Surface équipable

38 mm dans capot

Face à souder du C.I. et ses dimensions pour les modules pour l'électronique EMG 10...150

EMG... 10 12 15 17
17 R
7,5 22 25 30

A [mm] 7,8 10,2 12,6 15,3 15,3 20,2 21,6 27,7

B [mm] 1,4 2,1 1,3 2,23 3,6 2,6 3,3 3,9

Pas
[mm] 5 5 5 5 7,5 5 5 5

EMG... 37 45 50 75 90 100 125 150

A [mm] 34,3 42,7 46,5 71,9 88 96,8 121,8 146,5

B [mm] 2,2 3,6 3,3 3,4 4 3,4 3,4 3,3

Pas
[mm] 5 5,08 5 5 5 5 5 5

Surface
équipable

Surface
équipable

Surface
équipable

Circuits imprimés 1 et 2 
pour EMUG 22 (à plat)

Circuits imprimés 1 et 2 
pour EMUG 45 (à plat)

Circuits imprimés 3 et 4 pour EMUG 25/45 parallèles 
à la paroi du boîtier.

La surface équipable est diminuée de la valeur de la bordure
du circuit imprimé A = 1,5 mm.

Circuit imprimé EMG

Surface équipable
EMK 12

Face à souder du tracé du C.I.
pour les modules pour l'électronique EMK.

Face à souder du tracé du C.I.
pour les modules pour l'électronique EMH.

pour M3
3,2 mm �

Dessin coté des circuits imprimés EFG 45

Dessin coté des caches EFG

Caches latéraux
(avant et arrière)

Cache supérieur


